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行业分类： 制造业/半导体器件专用设备制造 制造业/铸造及其他金属制品制造

金属靶材是在溅射、蒸镀等薄膜制备工艺中作为原材料靶材使用的金属材料。在溅射过程中，利用高能离子束轰击靶材表面，使靶材表面的

原子或分子获得足够的能量而脱离靶材表面，沉积在基底（硅片、玻璃等）上，从而形成一层均匀的薄膜。靶材主要通过物理气相沉积（PVD）

或化学气相沉积（CVD）工艺，在晶圆表面形成金属薄膜的关键耗材，其性能直接影响芯片的导电性、可靠性和良率。

金属靶材是半导体超高纯金属材料的核心应用形态。从产业链地位看，靶材是连接超高纯金属材料和半导体制造的桥梁，具有小材料、大作

用的特点，决定了90%以上的互连性能。

半导体金属靶材的分类方式多样，可根据材料成分、应用场景、制备工艺等维度划分。

可分为铜靶材、铝靶材、钛靶材、钨靶材和钼靶材等。

高导电性、良好延展性，常用于半导体芯片的互连布线（铜互连技术）。半导体领域需达到6N（99.9999%）以上，以减少杂质对电性能

的影响。应用于7nm及以下先进制程的逻辑芯片、3DNAND存储芯片的金属层制备。

成本低、导电性优良，早期广泛用于芯片制造，现逐步被铜靶替代，但在功率器件、显示面板中仍占重要地位。半导体用高纯铝靶需5N5

（99.9995%）以上，新疆众合已实现超高纯铝基靶材坯料国产化。

高熔点、耐腐蚀性强，常作为粘附层或扩散阻挡层（如Cu/Ti多层布线结构）。芯片制造中阻挡层，防止铜离子扩散至硅基底。

高熔点（3422℃）、低电阻率，用于制备接触孔和通孔栓塞（Plug）。逻辑芯片中的局部互连层，如14nm以下制程的钨栓塞工艺。

高温稳定性好，常用于薄膜晶体管（TFT）、太阳能电池背电极。AMOLED显示面板的源漏电极、HJT太阳能电池的背场接触层。

半导体金属靶材的行业特征包括半导体金属靶材行业壁垒高、金属靶材出海市场加速增长、行业受半导体周期影响显著。

摘要 金属靶材是半导体制造中的关键耗材，其性能直接影响芯片质量。半导体金属靶材行业壁垒高，需巨额资金和技术支持。2024年起，中国金属靶材出海市场加速增长，预计

2030年达到41.3亿元。该行业发展与半导体行业周期紧密相关。市场规模增长受市场需求、技术进步和政策支持等因素推动。未来，随着政策支持力度加大、新型市场崛起

和产业逐步升级转型，金属靶材市场有望进一步发展。

行业定义

行业分类

根据材料成分划分

铜（Cu）靶材

铝（Al）靶材

钛（Ti）靶材

钨（W）靶材

钼（Mo）靶材

行业特征
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半导体金属靶材行业壁垒高

半导体靶材的研发和生产需要巨额资金支持，建设一条半导体级高纯金属生产线需投资数亿元，对于技术标准、靶材纯度、晶粒尺寸、产

品体系均有极高的要求。此外，研发一种新型靶材需要3-5年时间和数千万元的投入，通过客户认证过程中的小批量试产和测试也需要企业

承担高昂成本。这些投入在短期内难以产生现金流回报，要求企业具备强大的资金实力和长期投入的耐心，因此使得其他应用领域的金属

靶材玩家较难进入半导体用靶材领域。

金属靶材出海市场加速增长

2024年，中国金属靶材出海市场呈现加速增长态势，预计2025年中国金属靶材出海市场规模出口额超过20亿元。随着中国各头部靶材企业

加速扩大产能的同时，全球显示产业链向东南亚转移以及中国靶材企业在性价比和服务响应上的竞争优势，中国金属靶材出海市场预计加

速增长，预计到2030年达到41.3亿元，2025-2030年复合增长率为14.9%。

行业受半导体周期影响显著

金属靶材行业作为半导体产业链的关键环节，其发展与半导体行业周期呈现强绑定关系。半导体行业特有的“硅周期”（即供需波动引发的产

能、价格周期性变化）对金属靶材的市场需求、价格走势、企业盈利等维度产生显著影响。

中国金属靶材行业经历了萌芽期、启动期和高速发展期，目前正处于高速发展期。随着金属靶材行业的加速发展，中国半导体金属靶材在全

球市场的地位不断提升，实现了部分产品的进口替代，并开始向海外市场出口。同时，行业的发展也带动了上下游相关产业的协同发展，技术水

平快速提升，部分产品达到国际先进水平。

1

2
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发展历程

萌芽期 1950-01-01~1980-01-01

中国半导体行业处于起步阶段，相关技术主要依靠国际进口，靶材领域的研究和生产也刚刚开始，主要是一些科研机构和少数企业进

行初步探索，对靶材的需求较少，市场规模小。为后续靶材行业的发展奠定了一定的技术基础和人才储备，让中国对靶材有了初步的

认识和了解。

技术依赖进口，自主研发能力弱，生产规模小，产品主要满足本土少量的半导体研究和简单生产需求。

启动期 1981-01-01~2005-01-01

中国对半导体产业的重视程度逐渐提高，部分企业开始专注于靶材的研发和生产，但整体技术水平与国外仍有较大差距。靶材企业不

断尝试突破技术瓶颈，努力提高产品质量和性能。2005年，江丰电子生产出第一块国产半导体工业应用溅射靶材，填补了中国溅射靶

材工艺的空白。江丰电子的突破标志着中国半导体金属靶材行业开始走上自主发展的道路，增强了本土企业在该领域的信心，吸引了

更多的企业和资本进入，推动了行业的发展。

行业内企业逐渐增多，技术研发投入增加，开始取得一些关键技术突破，国产化进程开始起步，但在高端产品上仍依赖进口，市场份

额较小。

高速发展期 2006-01-01~2025-01-01
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半导体金属靶材产业链是一个技术密集型的产业体系，对半导体产业的发展至关重要。产业链各环节紧密相连，上游原材料和设备供应的稳

定性与质量，直接影响中游靶材制造的品质和成本；中游靶材制造的技术水平和生产能力，决定了能否满足下游半导体行业不断增长的需求；下

游半导体行业的发展趋势和技术革新，则推动着整个产业链的技术进步和产品升级。同时，由于半导体金属靶材行业技术壁垒高，日美厂商在全

球市场占据主导地位，本土企业在实现国产化替代的过程中，需要不断加大研发投入，提升技术实力。

产业链上游原材料供应的重要性与挑战并存。

有色金属产量增长为靶材制造提供了一定原材料保障，2024年中国十种有色金属总产量7,919万吨，比上年增长4.3%。但半导体金属靶材对原材

料纯度要求极高，通常需达到99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。中国在高端原材料领域部分仍需依赖进口，这对产业的自主可控发

展带来挑战。但是，中国企业也在努力提升自给率，新疆众合的超高纯铝基靶材坯料已实现批量和工业化输出。

产业链下游应用领域中，半导体芯片制造是关键驱动力。

全球半导体市场规模不断增长，根据WSTS数据，全球半导体市场规模由2019年的4,123亿美元增长至2024年的6,202亿美元。在AI芯片需求强劲

的推动下，全球半导体行业将有所回暖，开始进入上行周期。预计2025年市场规模可达到6,971亿美元，同比增长12.4%。晶圆制造是半导体溅

射靶材最主要的需求来源，占据大约61%的市场份额。随着半导体技术向7先进逻辑器件、新型存储器件、三维集成等方向发展，对靶材的纯

度、性能和精度要求将越来越高，推动靶材技术不断创新和升级。

生产制造端

原材料与相关工艺设备

以江丰电子、阿石创、有研新材等为代表的本土靶材企业不断加大研发投入，在技术创新、产品质量和市场开拓等方面取得显著成

效。一方面，企业通过自主研发和技术创新，不断提高靶材的纯度、性能和质量，逐步打破国外企业的技术壁垒和市场垄断。另一方

面，随着中国半导体、平板显示、太阳能电池等行业的快速发展，对靶材的需求不断增加，为靶材企业提供了广阔的市场空间。此

外，国家也出台了一系列支持政策，如税收优惠、研发补贴等，进一步推动了行业的发展

技术水平快速提升，部分产品达到国际先进水平；市场规模迅速扩大，企业营收和利润持续增长；国产化进程加速，国内企业在全球

市场的竞争力不断增强；政策支持力度大，产业发展环境良好。

产业链分析

半导体金属靶材产业链的发展现状

半导体金属靶材行业产业链主要有以下核心研究观点：

上 产业链上游环节分析

半导体金属靶材上游环节

上游环节

原材料原材料原材料原材料原材料

铜、铝、钛、铜、铝、钛、铜、铝、钛、铜、铝、钛、铜、铝、钛、

钽、钴、钨钽、钴、钨钽、钴、钨钽、钴、钨钽、钴、钨
设备供应设备供应设备供应设备供应设备供应

提纯设备、熔提纯设备、熔提纯设备、熔提纯设备、熔提纯设备、熔

炼设备、粉末炼设备、粉末炼设备、粉末炼设备、粉末炼设备、粉末
冶金设备、绑冶金设备、绑冶金设备、绑冶金设备、绑冶金设备、绑

定设备、精密定设备、精密定设备、精密定设备、精密定设备、精密
加工设备以及加工设备以及加工设备以及加工设备以及加工设备以及

检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备
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上游厂商

上海同创普润新材料有限公司 先导电子科技股份有限公司 有研新材料股份有限公司 宁夏东方钽业股份有限公司

中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司 湖南先导稀有金属材料有限公司 江西钨业控股集团有限公司

品牌端

半导体金属靶材制造厂商

中游厂商

日矿金属 宁波江丰电子材料股份有限公司 北京普莱克斯实用气体有限公司 霍尼韦尔（中国）有限公司 日本东曹 林德 世泰科

上游分析

上游原材料种类广泛，并且对金属纯度要求极高。

上游原材料供应主要包括各种高纯度金属，如铜、铝、钛、钽、钴、钨等，这些金属的纯度要求通常达99.9995%（5N5）甚至

99.9999%（6N）以上。有色金属冶炼行业为靶材制造提供基础金属材料，其产量和质量影响着靶材的供应和性能。此外，部分特殊的

合金材料和化合物也用于靶材制造，对其成分和性能的精确控制是关键。 2024年，中国十种有色金属总产量7,919万吨，比上年增长

4.3%。其中，精炼铜产量达1,364万吨，同比增长4.1%；电解铝产量4,400万吨，同比增长4.6%。这些关键有色金属产量的增长，为靶

材制造商获取高质量原材料提供了一定保障。此外，中国在一些稀有金属的产量上也占据重要地位，如2024年中国的钨矿产量达到6.7

万公吨，钼产量为11万公吨，铟产量为760公吨，均位于全球首位，精炼碲产量为750公吨，占到全球约76.53%，精炼铋产量为1.3万

公吨，占到全球约81.25%，这对于生产含这些稀有金属的靶材具有重要意义。

靶材生产涉及多种设备，仅部分高精度检测设备仍依赖进口，大部分设备已实现国产化。

上游设备涉及提纯设备、熔炼设备、粉末冶金设备、绑定设备、精密加工设备以及检测设备等。这些设备的精度和性能对靶材的生产工

艺和产品质量起着重要作用。先进的提纯设备能够提高金属原料的纯度，精密加工设备可以保证靶材的尺寸精度和表面质量。目前，部

分高精度的检测设备，国际品牌在市场上占据主导地位。但是，本土设备企业也在不断加大研发投入，努力提高设备的国产化率，以降

低靶材生产成本，提高产业的整体竞争力。

中 产业链中游环节分析

半导体金属靶材中游环节

中游环节

靶材制造靶材制造靶材制造靶材制造靶材制造

中游分析
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渠道端及终端客户

应用领域

渠道端

半导体制造 平板显示器 太阳能电池 信息存储 光学应用

靶材制造工序繁多，技术难度高，需要多项核心技术。

靶材制造包括高纯金属纯度控制及提纯技术、晶粒晶向控制技术、异种金属大面积焊接技术、金属的精密加工及特殊处理技术、清洗包

装技术等。这些技术的掌握程度直接影响靶材的质量和性能。晶粒晶向控制技术能够影响薄膜的均匀性和性能，异种金属大面积焊接技

术对于保证靶材的结构稳定性和导电性至关重要。

中游制造已实现国产化能力，国产化率也在加速提升。

尽管目前中国在高纯金属靶材领域已实现国产化能力，但在国产化率仍存在较大提升空间。当前半导体钽靶材国产化率在35%-40%之

间，铝靶材国产化率已超过50%，铜靶材国产化率在50%左右。从市场现状和竞争格局来看，各金属靶材正在加速由海外供应转向国产

替代的过程。由此判断，随着技术突破与国产替代进程加快，中国相关企业在未来有望显著受益于国产化率的持续提升。

中游企业已逐渐开始拓展出海机遇，出海市场加速增长。

从金属靶材区域分布来看，亚洲是中国靶材出海的主要目的地，其中东南亚（越南、马来西亚、印度）出口主要为供应当地新建的面板

厂和光伏组件厂，出口韩国和中国台湾主要为封装环节用靶材。此外，中国金属靶材出口欧洲与美国占比较少，以高价值的半导体的钽

靶材为主，但目前美国通过《芯片与科学法案》，要求半导体企业减少对单一国家（尤其是中国）的供应链依赖，因此美国出海市场存

在一定限制。 从出口产品结构来看，呈现明显差异化特点。（1）半导体用靶材中，钽靶出口较多，主要因为钽靶材的技术门槛较高，

且附加价值高，海外产能供应上较为紧张。（2）显示用靶材中，钼靶和旋转铜靶是出口主力，主要供应京东方、TCL华星等在越南、

印度的海外工厂；ITO靶材出口量增长迅速但基数仍低，主要因高端ITO靶材仍被日韩企业垄断。

下 产业链下游环节分析

半导体金属靶材下游环节

下游环节

半导体芯片半导体芯片半导体芯片半导体芯片半导体芯片

平板显示器平板显示器平板显示器平板显示器平板显示器 太阳能电池太阳能电池太阳能电池太阳能电池太阳能电池

信息存储信息存储信息存储信息存储信息存储

下游分析

下游半导体芯片制造是半导体金属靶材最重要的应用领域之一。

在晶圆制造环节，靶材主要被用作金属溅镀，常采用物理气相沉积（PVD）工艺进行镀膜，用于制备芯片的金属互连层、阻挡层等结

构。在芯片封装环节，靶材常用作贴片焊线的镀膜。随着半导体技术的不断发展，集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小，对靶材

的性能要求也越来越高，推动溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展。根据WSTS的数据，全球半导体市场规模由2019年的
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全球金属靶材主要包括铜靶材、钽靶材、铝靶材、钛靶材，此外其他金属靶材还包括钴、钨、金、银、合金等靶材，产值占比较小。其中，

钽靶材市场规模最大，其价值较高，行业平均价格为800-1,000万元/吨之间；此外，全球铜靶材中，铜锰合金靶材价值量较高，且细分市场正在

加速增长；铝靶材市场稳定增长，平均价格在40万元/吨左右。整体来看，预计2025年全球半导体领域金属靶材市场规模达到196.67亿元，预计

到2030年市场规模达到314.44亿元。

受到市场需求增速、市场环境变化影响，半导体金属靶材行业市场规模在稳定增长。

随着电子产品不断向小型化、高性能化发展，半导体芯片的集成度越来越高，对金属靶材的需求持续增加。在芯片制造的光刻、蚀刻等工艺中，

需要使用高精度、高纯度的金属靶材来制备导电线路和阻挡层等。全球半导体产业的不断扩张，新建晶圆厂、增加产能等，直接推动了金属靶材

市场的增长。此外，2020-2024年期间，全球经济总体保持增长态势，尽管受到宏观环境等因素的影响，但在各国的经济刺激政策下，经济逐渐

复苏。经济的增长带动了消费市场的需求，半导体、电子产品、太阳能电池等金属靶材下游产品的市场需求增加，从而推动了金属靶材市场的发

展。

靶材制备技术提升和新兴靶材研发成功，推动市场规模加速发展。

随着材料科学和工艺技术的不断进步，金属靶材的制备技术得到了显著提升。物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积等先进的镀膜技术的发展，

使得金属靶材的纯度、密度、均匀性等性能得到了大幅提高，能够满足下游行业对高品质靶材的需求。此外，全球头部企业研发出一系列新型金

属靶材，包括高性能合金靶材、复合靶材等。新型靶材具有更好的物理性能、化学稳定性和耐腐蚀性能等，能够满足特殊应用场景的需求，进一

步拓展了金属靶材的市场应用范围。

预计各国政策支持力度将加大，推动金属靶材行业稳定增长。

各国政府纷纷出台政策支持半导体产业的发展，包括提供资金补贴、税收优惠、研发资助等，以提高本国半导体产业的竞争力。半导体产业的发

展将直接带动金属靶材的需求，从而促进金属靶材市场的增长。此外，为实现碳达峰、碳中和目标，各国政府制定了一系列支持新能源产业发展

的政策，包括对太阳能、风能等可再生能源的补贴、优惠电价等。这些政策将推动新能源产业的快速发展，进而带动金属靶材在太阳能电池等领

域的应用需求。

新型市场崛起，产业逐步升级转型，预计金属靶材市场进一步发展。

亚洲、南美洲等地区的新兴经济体经济快速发展，对半导体制造、电子产品、太阳能光伏发电等的需求不断增加，推动了当地半导体、显示技

术、太阳能电池等产业的发展，从而带动了金属靶材市场的增长。这些新兴市场的产业发展为全球金属靶材市场提供了新的增长空间。此外，全

球制造业正朝着高端化、智能化、绿色化方向发展，传统产业的升级改造和新兴产业的崛起将带动对金属靶材等高端材料的需求。汽车行业的电

动化、智能化发展，需要使用更多的半导体芯片和显示面板，从而间接带动金属靶材的需求。

4,123亿美元增长至2024年的6,202亿美元。在AI芯片需求强劲的推动下，全球半导体行业将有所回暖，开始进入上行周期。预计2025

年市场规模可达到6,971亿美元，同比增长12.4%。

除半导体芯片制造，半导体金属靶材还应用于平板显示器、太阳能电池、信息存储、光学应用等领域。

在平板显示器中，用于制造薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）等；在太阳能电池中，有助于提高电池的转换效率和稳定性；在信

息存储领域，用于磁记录介质的制备；在光学应用中，可用于制造光学薄膜等。这些领域的发展也为半导体金属靶材市场提供了广阔的

增长空间。

行业规模

半导体金属靶材行业规模的概况

半导体金属靶材行业市场规模历史变化的原因如下：

半导体金属靶材行业市场规模未来变化的原因主要包括：
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政策名称

《“十四五”原材料工业发展规划》

颁布主体

科技部、工信部、自然资源部发布

生效日期

2021-01-01

影响

5

政策内容 新材料产业定位为“战略性支柱产业”，半导体超高纯金属作为“关键战略材料”的重要组成部分，享受优先发展待遇，要求加快实现国产化替代，降低对进口的依赖。

政策解读
该规划是原材料工业整合起来制定的首个规划，体现了系统性、整体性和协同性。通过明确发展目标和任务安排，引导原材料工业向高端化、绿色化、智能化方向发

展，加强创新能力建设，突破关键短板材料，提升产业整体竞争力。

政策性质 规范类政策

政策名称

《关于推动能源电子产业发展的指

导意见》

颁布主体

工业和信息化部、教育部、科技

部、人民银行、银保监会、能源局

生效日期

2023-01-01

影响

6

政策内容
提出推动以 “光储端信” 为核心的能源电子全产业链协同和融合发展，提升新能源生产、存储、输配和终端应用能力。加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发

和应用，让能源电子产业成为推动实现碳达峰、碳中和的关键力量。

政策解读
半导体金属靶材在光伏等能源电子领域有应用，该政策推动全产业链发展，能带动靶材企业与上下游合作，促进技术创新，为靶材行业在新能源相关半导体应用领域

带来发展机遇。

政策性质 鼓励性政策

数据来源: 专家访谈，中国有色金属网

规模预测

半导体金属靶材行业规模

政策梳理
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政策名称

《电子信息制造业2023 -2024年稳

增长行动方案》

颁布主体

工业和信息化部、财政部

生效日期

2023-01-01

影响

7

政策内容
推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平

台电子材料行业中心等公共服务功能。

政策解读
政策旨在推动电子信息制造业稳增长，强调电子材料等领域的技术攻关和公共服务平台建设。这将为金属靶材企业提供更好的技术研发支持和公共服务，有助于企业

提升技术水平，加快产品研发和产业化进程，提高金属靶材的国产化率和市场竞争力。

政策性质 鼓励性政策

政策名称

《关于推动未来产业创新发展的实

施意见》

颁布主体

工业和信息化部等七部门

生效日期

2024-01-01

影响

7

政策内容 推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。

政策解读
政策明确了先进基础材料和关键战略材料的发展方向，金属靶材作为先进半导体材料的重要组成部分，将迎来发展机遇。这将引导金属靶材企业加大研发投入，提高

产品性能和质量，满足半导体等高端领域对金属靶材的需求，推动金属靶材产业向高端化发展。

政策性质 鼓励性政策

政策名称

《标准提升引领原材料工业优化升

级行动方案（2025-2027年）》

颁布主体

工业和信息化部、生态环境部、应

急管理部、国家标准化管理委员会

生效日期

2024-01-01

影响

8

政策内容
提出到2027年，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。加大高性能靶材制造技术、工艺和装备的研发力度，发布并实施100项

以上新材料领域标准，推动10项以上强制性国家标准立项。

政策解读
该方案为原材料工业优化升级提供了标准引领，强调了高性能靶材制造技术等方面的研发。这将促使金属靶材企业按照更高的标准进行生产和研发，推动企业提升技

术水平和产品质量，完善金属靶材产业的标准体系，提高我国金属靶材在国际市场的竞争力。

政策性质 规范类政策

全球金属靶材市场竞争格局呈现高度专业化与集中化。从产业集中度看，全球金属靶材市场呈现明显的寡头垄断特征，日矿金属、江丰电

子、普莱克斯、霍尼韦尔、日本东曹、林德、世泰科等巨头占据全球主要份额，把控着全球高端靶材市场的主导权。 从区域分布来看，全球金属

靶材产业呈现明显的集群化特征，日本在高端半导体靶材领域占据主要优势，拥有日矿金属、日本东曹等企业，占据40%-45%市场份额；美国则

以霍尼韦尔、普莱克斯等公司为主导，占据15%-20%的市场份额，在航空航天和先进芯片用靶材方面具有技术领先性；中国通过产业链协同和政

策扶持加速发展，以江丰电子、有研新材、阿石创、隆华科技等企业为代表。

由于国际企业早期的先发优势和技术积累，竞争呈现以国际巨头为主导，中国企业加速追赶的格局。

国际巨头日矿金属凭借先发优势和技术积累，通过垂直整合掌握了从高纯金属提纯到靶材制造的全产业链能力，其产品广泛应用于半导体、平板

显示器和光伏电池等领域。霍尼韦尔则在航空航天和半导体用高纯金属靶材领域建立了技术领导地位，拥有多项核心专利和严格的质量控制体

系。国际巨头通常与下游设备厂商形成深度绑定关系，通过设备与材料的打包销售模式巩固市场地位。 相比之下，中国金属靶材企业虽然起步较

晚，但发展迅猛，已逐步打破国外垄断，实现高端金属靶材国产化能力，国产化正在加速替代。以江丰电子为首的本土企业，通过持续的技术创

新和产能扩张，已在各细分领域实现进口替代，并且市场份额正在加速扩大。

竞争格局

半导体金属靶材竞争格局概况

半导体金属靶材行业竞争格局的历史原因
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政策支持推动国产化、下游需求增长与应用领域拓展下，金属靶材国产化率将持续提高，本土企业加速发展。

各国政府对半导体、太阳能等产业的支持力度不断加大，出台了一系列相关政策，为金属靶材行业提供了良好的发展环境。中国为推动靶材产业

发展，推出了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》等政策，将靶材相关产业列为战略性

新兴产业，这将促使国内靶材企业不断提升技术水平，加速国产化进程，进而改变行业竞争格局，打破国际企业在高端靶材领域的垄断。此外，

人工智能加速发展，全球半导体市场复苏，使得半导体集成电路用溅射靶材市场保持高速增长态势。同时，新型显示技术如8K超高清、3D显

示、柔性显示等的普及，以及商用显示、智能家居等应用场景的扩展，也将推动平板显示用溅射靶材需求的增长，为靶材企业带来更多的市场机

会，吸引更多企业进入该领域，加剧市场竞争。

宁波江丰电子材料股份有限公司（300666） 有研新材料股份有限公司（600206）

1 宁波江丰电子材料股份有限公司【300666】

半导体金属靶材行业竞争格局未来变化原因

上市公司速览

总市值

-

营收规模

26.3亿元 41.8

同比增长(%)

30.0

毛利率(%) 总市值

-

营收规模

83.2亿元 -29.1

同比增长(%)

6.3

毛利率(%)

企业分析



11

公司信息

企业状态 存续 注册资本 26541.6083万人民币

企业总部 宁波市 行业 金属制品业

法人 姚力军 统一社会信用

代码

91330200772311538P

企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 1113408000000

品牌名称 宁波江丰电子材料股份有限公司 经营范围 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专

用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用

设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有

色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研

发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物

联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术

平台(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动)。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代

理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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财务数据分析

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(Q1)

0.96 0.95 0.99 0.91 0.95 0.91 1 0.9 0.84 /

/ / / / / / / / / /

55.2486 35.5052 57.3541 52.9051 54.0319 49.4806 21.6141 34.1511 49.0432 /

52.2135 24.2129 18.1187 26.9795 41.4051 36.6356 45.7971 11.8864 38.5667 /

130.4101 16.552 -8.1612 9.1439 129.2846 -27.5479 148.7226 -3.353 56.7921 /

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /

62.2956 67.8771 68.9682 74.1351 72.4579 70.1896 62.1929 76.6133 83.4083 /

/ / / / / / / / / /

1.2648 2.3187 1.1548 1.2325 1.1254 1.7698 3.6871 2.2461 1.4157 /

0.37 0.1811 0.0234 0.4326 -0.2029 0.4521 0.0621 0.9457 -0.363 /

31.8395 31.6529 29.5966 31.0608 28.0954 25.5604 29.9324 29.2024 28.1746 /

67.76 60.6652 94.352 86.2137 84.4555 58.5754 72.1261 59.6388 64.3261 /

0.7336 1.4318 0.8328 0.6967 0.627 1.0698 2.3501 1.3924 0.8865 /

9.2505 8.3263 5.0114 4.3815 7.4577 3.7678 5.9442 3.882 3.6585 /

25.1877 15.8243 4.2421 15.7646 3.0133 / / / / /

/ -3.8819 -68.105 577.9165 -94.5585 / / / / /

20.96 14.98 9.98 9.95 17.15 8.77 11.41 6.25 / /

0.33 0.33 0.27 0.29 0.67 0.47 1.11 0.96 1.51 0.59

12.3052 11.5618 8.9662 7.7271 12.2653 6.2322 10.2145 8.4731 7.5917 /

0.7518 0.7202 0.5589 0.567 0.608 0.6046 0.5819 0.4582 0.4819 /

-2.4143 40.9043 -33.8701 68.9407 -46.1555 / / / / /

/ / / / / / / / / /

0.1947 0.8628 0.8628 0.9406 2.0519 2.7072 11.7508 11.5349 11.4773 /

/ / / / / / / / / /

133.3136 129.0184 149.5948 176.7826 177.506 165.4792 182.2508 210.1454 176.6438 /

442808748.02 550025687.03 649683244.58 824964791.18 1166542634.09 1593912652.91 2323878581.81 2601608568.67 3604962847.84 1000450660.01

0.5099 0.6453 0.8296 1.0286 1.5305 1.792 2.3224 2.9286 4.2281 /

0.33 0.33 0.27 0.29 0.66 0.47 1.11 0.96 1.51 0.59

54940766.33 64034567.92 58808599.14 64185986.25 147168583.7 106626738.28 265204791.62 255474568.79 400564027.03 157212644.92

0.27 0.26 0.2 0.15 0.28 / / / / /

/ / / / / / / / / /

0.37 0.1811 0.0234 0.4326 -0.2029 0.4521 0.0621 0.9457 -0.363 /

财务指标

销售现金流/营业

收入

扣非净利润同比

增长(%)

资产负债率(%)

营业总收入同比

增长(%)

归属净利润同比

增长(%)

摊薄净资产收益

率(%)

实际税率(%)

应收账款周转天

数(天)

预收款/营业收入

流动比率

每股经营现金流

(元)

毛利率(%)

流动负债/总负债

(%)

速动比率

摊薄总资产收益

率(%)

营业总收入滚动

环比增长(%)

扣非净利润滚动

环比增长(%)

加权净资产收益

率(%)

基本每股收益

(元)

净利率(%)

总资产周转率

(次)

归属净利润滚动

环比增长(%)

每股净资产(元)

每股公积金(元)

扣非净利润(元)

存货周转天数

(天)

营业总收入(元)

每股未分配利润

(元)

稀释每股收益

(元)

归属净利润(元)

扣非每股收益

(元)

毛利润（元）

经营现金流/营业

收入

公司竞争优势
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竞争优势

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及

其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关

证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布

的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料

后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需

转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮

箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起

诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对

本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

附录




